
제조업의 글로벌 가치사슬과 소재부품장비 산업의 원천기술 개발 현황 

제 1 장 4 차 산업혁명 시대 첨단 소재·부품·장비 기술 개요 및 현황 

 
   

1. 소재·부품·장비 기술 

  1-1. 소재·부품·장비 현황 

    1-1-1. 소재·부품·장비 개요 

      (1) 4차 산업혁명 시대 소재·부품·장비 개요 

        가. 소재·부품·장비 개요 

        나. 4차 산업혁명과 소재·부품·장비 산업 

      (2) 소재·부품·장비의 중요성 

    1-1-2. 국내외 소재·부품·장비 산업 개요 및 현황 

      (1) 제조업과 소재·부품·장비 산업 개요 

        가. 글로벌 가치사슬(Global Value Chain) 등장 배경 

        나. 글로벌 가치사슬 확대 배경 

        다. 글로벌 가치사슬의 경제적 의의 

        라. 제조업 가치사슬(Value Chain) 

        마. 글로벌 가치사슬(Global Value Chain)의 생태계와 보호무역주의 

          마-1. 글로벌 가치사슬 생태계 변화 

          마-2. 글로벌 가치사슬과 보호무역주의 

      (2) 제조업(manufacturing) 위기와 패러다임 전환 

        가. 제조업(manufacturing)의 위기 

        나. 국내 제조업의 산업 구조 

        다. 제조업의 서비스화(servicification of manufacturing) 

        라. 4차 산업혁명 기반 글로벌 가치사슬 재편 

      (3) 소재·부품·장비 산업의 현황 

        가. 소재·부품·장비 산업의 현황 

        나. 한·일 시장 구조 분석 또는 한일간 부품소재장비 산업의 무역구조 

        다. 한일간의 가치사슬 

  1-2. 업종별 소재·부품·장비 산업 분석 

    1-2-1. 반도체 소재·부품·장비 현황 

      (1) 반도체 산업 개요 

      (2) 반도체 공정 

        가. 웨이퍼 공정(Wafer) 

        나. 산화 공정(Oxidation) 

        다. 포토공정(Photo Lithography) 

        라. 식각 공정(Etching) 

          ① Dry Etching(건식 식각) 

          ② Wet Etching(습식 식각) 

        마. 박막 증착 공정(Diffusion & Thin Film) 

          ① 물리기상 증착법(PVD, Physical Vapor Deposition) 

          ② 열 증발법(Thermal evaporation) 
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          ③ 전자빔 증발법(E-beam evaporation) 

          ④ 스퍼터링(Sputtering) 

             ㉠ DC 스퍼터링(Sputtering) 

             ㉡ RF 스퍼터링(sputtering) 

             ㉢ 반응성 스퍼터링(Reactive sputtering) 

             ㉣ 마그네트론 스퍼터링(Magnetron sputtering) 

          ⑤ 화학 기상 증착법(CVD, Chemical Vapor Deposition) 

             ㉠ 플라즈마 화학증착(Plasma-Enhanced Chemical Vapor Deposition, PECVD) 방식 

             ㉡ 고밀도 플라즈마 증착(High Density Plasma CVD, HDPCVD) 

             ㉢ 플라즈마 원자층 증착(Plasma-Enhanced Atomic Layer Deposition, PEALD) 방식 

        바. 금속배선 공정(Metalllization) 

             ㉠ 알루미늄 배선공정 

             ㉡ Damascene(다마신) 공정 

        사. EDS 공정(Electrical Die Sorting) 

        아. 패키징 공정(Packaging) 

      (3) 반도체 장비, 소재 개발 

        가. 반도체 장비 

             ㉠ 반도체 장비 산업 개요 

             ㉡ 전공정 중심 반도체 장비개발 현황 

                ㉡-1. 노광공정(Photolithography) 

                ㉡-2. 식각(etching) 

                ㉡-3. 증착(Deposition) 

        나. 반도체, 디스플레이 소재 현황 

          ① 실리콘 웨이퍼(Silicon Wafer) 

             ㉠ 실리센 웨이퍼(Silicene Wafer) 

             ㉡ 실리콘 카바이드(SiC) 웨이퍼 

          ② 에폭시수지(epoxy resin) 

          ③ OLED 유기물 증착 장비 

          ④ 파인메탈마스크(FMM) 

          ⑤ 포토레지스트(Photoresist) 

          ⑥ 불화 폴리이미드 

          ⑦ 불화수소(Hydrogen Fluoride) 

      (4) 반도체 시장 전망 

        가. 국내 반도체 장비 시장 현황 

        나. 세계 반도체 장비 시장 
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